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Abstract (en)
[origin: WO8403322A1] Lining material for covering floors, walls, ceilings and columns consisting of a bottom layer (2) of flexible non-woven one
side of which is provided with a contact adhesive, the adhesive on the one side being free of tackiness, and adhered thereto a top layer of small
boards (1) provided with a similar adhesive and pressed onto the adhesive side of the bottom layer. The small boards have a relatively high moisture
content and are provided with a bevelled edge (3). The adhesive on the bottom layer is a natural latex forming a high adhesive bond with the bottom
layer while the adhesive on the small boards forms a weaker adhesive bond to the wood. The back side of the bottom layer is provided with a
backing.

Abstract (fr)
Matériau de revêtement pour recouvrir des planchers, des parois, des plafonds et des colonnes, formé d'une couche inférieure (2) de produit non
tissé flexible dont un côté est pourvu d'un adhésif de contact, cet adhésif étant exempt de viscosité, et, collé à celle-ci, d'une couche supérieure
de petits panneaux (1) pourvus du même adhésif et comprimés sur le côté adhésif de la couche inférieure. Les petits panneaux ont une teneur en
humidité relativement élevée et sont dotés d'un coin biseauté (3). L'adhésif placé sur la couche inférieure est un latex naturel formant une liaison
fortement adhésive avec la couche inférieure, alors que l'adhésif placé sur les petits panneaux forme une liaison adhésive avec le bois qui est plus
faible. Le verso de la couche inférieure est pourvu d'un renforcement.
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